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Simcenter Flotherm與HEEDS
整合進行優化設計分析
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 HEEDS 是一套多學科設計優化軟體，不論是結構問題、流
體力學問題、熱力學問題，或者聲學問題、NVH問題、動力
學問題以及同時存在以上幾項問題，HEEDS 都可以幫助用
戶尋找最佳解決方案。HEEDS 可與諸多 CAE 工具連接，使
設計優化過程自動化。它還能調用多種軟體工具進行前處理
，後處理，分析計算和多學科優化。
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o Simcenter Flotherm

o Simcenter HEEDS

易
富

迪
科

技
研

討
會

資
料



4 4

0	

0.5	

1	

1.5	

Predicted	 Actual	

Traditional Process

Define 
Objectives

Simplify 
Model

Select 
Algorithm

Either:

• Limit Variables

and/or

• Fit Response 

Surface Model 

(DOE/RSM)

• Gradient search

• Genetic algorithm

• Particle swarm

• Ant colony

• Simulated anneal

• Etc.

Tune 
Algorithm

Conduct 
Search

Interpret 
Results

• Population size

• # of generations

• Crossover rate

• Mutation rate

• Selection type

• Etc.

• Baseline model

• Variables

• Responses

• Objectives

• Constraints

“HEEDS surpasses anything on the market 

in its ability to help us drive innovation.”

-- Anders Ahlström , Scania Truck
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Design Variant Number

Feasible Designs
Infeasible Designs

Baseline Design

51% reduction in mass

25% cooling improvement

Improved Design
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 Heatsink  performance result comparison

 Fan selection countermeasure

 Heatsink combine Fan performance comparison 

 System performance test result comparison

Quadro P5000 MXM module featuring 

2048 Pascal CUDA cores, 16GB 

memory, 192GB/s peak memory 

bandwidth and a TDP of 100W.
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Situation 1. Heatsink 是否可以達到溫度規範與免模具費設計
2. Heatsink 減重設計,效能維持
3. Fan 單體噪音過大,降噪需求
4. 系統優化改善.安全 節能 降噪

Task 1. Heatsink製程彈性:擠製(Extrusion)/鏟齒(Skived),落實到兩地現有供應商技術
2. Heatsink 優化設計導入 性能與重量兼顧
3. Fan 噪音,評估節能低噪音.

4. 系統整體 散熱改善: Ex:阻抗.溫度.流量.噪音

Action 1. Heatsink 單體優化設計 (仿真&打樣)

2. Fan 單體性能比較 (P-Q)

3. 散熱模組單體性能比較 (R-Q)

4. 系統整體性能比較

Result

？
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 變更散熱片幾何尺寸，共以下六個參數

Heatsink fin length

Heatsink fin height

Heatsink fin thickness

High side 

fin inset

Low side 

fin inset

Variable Name Baseline Range

Heatsink_fin_hight 27.45 24~32mm

Heatsink_highside Inset 0 0~15mm

Heatsink_length 90 65~90

Heatsink_lowside Inset 0 0~15mm

Heatsink_number of internal fins 35 30~55

Heatsink width 1 0.4~4mm
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 需輸出 PDML 或 PACK 檔給 HEEDS

 需設定 Commend Center 中 Base Project 的參數

 建議確保 Base Project 模型可以收斂
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Heatsink fin length

Heatsink fin height

Heatsink fin thickness

High side 

fin inset

Low side 

fin inset

Variable Name Baseline Range Optimize

Heatsink_fin_hight 27.45 24~32mm 27 mm

Heatsink_highside Inset 0 0~15 mm 10 mm

Heatsink length 90 65~90 70 mm

Heatsink_lowside Inset 0 0~15 mm 10 mm

Heatsink_number of internal fins 35 30~55 53

Heatsink width 1 0.4~4 mm 0.5 mm

Heatsink fin height

High side 

fin inset

Heatsink fin thickness

Heatsink fin length

易
富

迪
科

技
研

討
會

資
料



15 15

0.0000

0.2500

0.5000

0.7500

1.0000

1.2500

1.5000

1.7500

2.0000

2.2500

5 10 15 20 25 30 35 40

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

CFM

R
e

s
is

ta
n

c
e

(C
/
w

)

Extrusion_Preformance Skived preformance Extrusion_Impedance Skived_Impedance

(InH2O)

易
富

迪
科

技
研

討
會

資
料



16 16

TDP (100W) Extrusion Heatsink Skived Heatsink

Weight(g) 471 325

Resistance(C/W)

@Fan duty 100%

0.247 0.295

Resistance(C/W)

@Fan duty 50%

0.298 0.319

Sample fee(NTD) 8,000 3,000

Model fee  (NTD) 130,000 NA

Through Heatsink flow(CFM) 23 30
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 設計目標:省電低電流.高風量.低噪音

Brand_A Brand_B

Size(mm) 40*40*28 40*40*28

Nosie (dBA) 68.3 60.2

Rated Speed(RPM) 23,000 23,000

Current(A) 1.6 1.2

Pressure(mmH2O) 72.76 86.18

Max flow(CFM) 28.28 30.62

MOQ 500 (NTD) 193 197
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Brand_A

Brand_B

Brand_A

Brand_B

Better
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 改善目標:重量輕.性能維持.降低環境測試風險

Heater(100W)
Extrusion Heatsink + 

Fan_Brand A

Skived Heatsink + 

Fan_Brand B
Note

Weight(g) 578 432 30%

Resistance(C/W)@100

%
0.247 0.295 19%

100% Nosie (dBA) @ 2 

fan
71.3 63.2 11%

Fan Flow (CFM) 23 33 43%

Sample fee(NTD) 8,000 3000 62%

HS molding fee  (NTD) 130,000 NA

Module MOQ 300 

(NTD)
1,610 1,787 10%
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Nvidia P5000(100W)/ Tj=91C
Extrusion Heatsink + 

Fan Brand A

Skived Heatsink + 

Fan Brand B

GPU loading 100% Full loading Full loading

Ta 50⁰C @Fan 60%,Tj /Tc (⁰C)
Tj:84.8 / 80.8

(Tj Spec:91)

Tj:82.8 / 78.5

(Tj Spec:91)

Ta 50⁰C @Fan 100%,Tj /Tc (⁰C)
Tj:79.25 / 75.25

(Tj Spec:91)

Tj:81.0 / 77.2

(Tj Spec:91)

@Fan 60%, noise(dBA)

4028*2+6025*1
57.21 52.45

@Fan 100%, noise(dBA)

4028*2+6025*1
72.24 63.77

 改善目標:低噪音.性能與溫度符合規範

MVP-6100-MXM Series
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Situation 1. Heatsink 是否可以達到溫度規範與免模具費設計
2. Heatsink 減重設計,效能維持
3. Fan 單體噪音過大,降噪需求
4. 系統優化改善.安全 節能 降噪

Task 1. Heatsink製程彈性:擠製(Extrusion)/鏟齒(Skived),落實到兩地現有供應商技術
2. Heatsink 優化設計導入 性能與重量兼顧
3. Fan 噪音,評估節能低噪音.

4. 系統整體散熱改善: Ex:阻抗.溫度.流量.噪音

Action 1. Heatsink 單體優化設計 (仿真&打樣)

2. Fan 單體性能比較 (P-Q)

3. 散熱模組單體性能比較 (R-Q)

4. 系統整體性能比較

Result 1. Skived工藝能支援兩地生產,排除特定地區製造束縛,增加生產彈性
2. 透過設計改善:Heatsink重量減少30%,效能維持並符合元件溫度規範
3. 透過風扇選擇,能優化性能並降噪 8 dBA

4. 系統性能方面@50⁰C,系統測試/GPU溫度下降2度,整體噪音下降8.3%
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 5G討論火熱，如今應用，包括AR/VR、無⼈機等。要達到低延遲，需要仰賴邊緣運算
，⽽未來雲端與邊緣端的運算模式，與在地的電信營運商共同合作的型態。

 AWS、微軟Azure等公有雲業者，未來可能會向電信營運商租用邊緣運算資料中⼼，
部分從終端蒐集的資料，先在邊緣運算資料中⼼計算後，需要留下的資料，再轉送⾄
公有雲資料中⼼，否則就在邊緣處理完畢。邊緣運算最重要的項目，推估將是即時影
像分析資訊。此型態，將會帶動⼤批邊緣運算的建置需求。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IzMBRdcx-Os&feature=emb_logo
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 易富迪科技有限公司

 台北市松山區南京東路三段 305 號 5F 

 電話：+886-2-87724131

 傳真：+886-2-27173122

 網站：www.efd.com.tw

 客服信箱：CSD@efd.com.tw
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